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DP 5505 Lotpaste

Eigenschaften

ÅñAntihidden pillow defectò

ÅChemie die geringe Lunkerbildung
verursacht

ÅHohe Stabilität

ÅHohe Widerstand gegen Feuchte

ÅGeeignet fürs Dampfphasenlöten

ÅGeeignet für lange Profile

ÅNo clean

ÅAbsolut halogenfrei

ÅRO/L 0 (IPC -JSTD-004 A)

ÅGute Kosmetik, geringe Rückstände

ÅKann gereinigt werden mit den üblichen
Reinigungsmedien und Reinigungsprozessen



Absolut halogenfrei L0
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Hidden pillow defect

DP 5505 "Peel -off" BGA -
Seite

0 "hidden pillow" Fehler

"Peel -off" BGA -Seite

"Peel-offñ LP-Seite

Hidden pillow (head - in - pillow)

Paste 1:            DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Paste 2:            Empfindlich am "hidden pillow"
Baiteil:              BGA 256 (2x100 pcs)
Profil:                Interflux P5 Luft
Test:                 "Peel off" Test

Parameter

DP 5505 "Peel -off" LP -Seite

161 "hidden pillow" Fehler
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ÅDie Lotpaste entspricht IPC 7095 Lunkerbildung Klasse 3.    
(Elektronikanwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen)

Voiding/Lunkerbildung

Paste:               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Bauteil:             BGA 256 (50St.)
Profil:                Interflux P3 Luft
X-Ray:              Phoenix

Parameter
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Paste:                               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:                        150 µm laser cut  10% red.
Druckgeschwindigkeit:       70mm/s
Temperatur:                     22 C

Feuchte:      53% R.F.

Parameter

ÅGutes Rollverhalten ohne Mischvorgang 
auf der Schablone

Rollverhalten der Paste
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ÅDie Standard Schablonendicke für die Interflux Testleiterplatten sind 120µm -
200µm

Schablonendicke

120 µm µBGA 150 µm Standard 200 µm
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Öffnungen/pitch

µBGA 0,75 mm

"leadless" Bauteil

0201

Paste:                DP5505 SAC305 Typ4 88,5%
Leiterplatte:       NiAu TestLP (Jumo)
Profil:                Jumo nr. 56 245 C 4min N2

Parameter

µBGA 0.5 mm

Paste:            DP5505 SAC305 Typ4 88,5%
Schablone:     µBGA 0,5mm 120µm 

Parameter
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Paste:                          DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:                   150 µm laser cut  10% red
Druckgeschwindigkeit:  70mm/s
Temperatur:                 22 C

Feuchte:      53% R.F.

Parameter

0402 BGA

0,5mm pitch Großes Lötpad

ÅSauberes Druckbild

ÅKein "dogearing"

Druckbild
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Standzeit

Paste:                             DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:                      150 µm laser cut 10% red.
Druckgeschwindigkeit:     70mm/s
Profil:                             Interflux P2.11 Luft
Temperatur:                    24 C

Feuchte:      53% R.F..

Parameter

Å8 Std. Standzeit

ÅSauberes Druckbild

ÅGutes Löten

erster Druck erster Druck
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Offenzeit der Dose 

Paste:                            DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:                     150 µm laser cut  10% red.
Druckgeschwindigkeit:    70mm/s
Profil:                             Interflux P2.11 Luft
Temperatur:                   21 C - 24 C

Feuchte:      50%R.F. - 56%R.F.

Parameter

ÅGeöffnete und gebrauchte Dose 

Å3 Wochen bei Raumtemperatur

ÅSauberes Druckbild

ÅGutes Löten

erster Druck erster Druck
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Druckpause

Abandon Time 2 and 4 hours
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Erster Druck nach 2 Std. : ~ 1.55 % Massenabweichung 

Erster Druck nach 4 Std.: ~ 1.72 % Massenabweichung
Paste:               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Temperatur:      24 C

Feuchte:      53% R.F.

Parameter
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Druckpause

Erster Druck nach 8 Std. : ~ 1.87 % Massenabweichung Paste:               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Temperatur:      24 C

Feuchte:      53% R.F.

Parameter

Abandon Time 8hrs
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abandon
time

1 hour

Å< 3% Massenabweichung

Paste:               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:        120µm laser cut µBGA 0,5mm
Temperatur:      22 C 

Feuchte:            55% R.F.

Parameter

Ultra fine pitch 
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Druckgeschwindigkeit

Å10mm/s:  < 0,2% Massenabweichung

Å20mm/s:  < 0,4% Massenabweichung

Å35mm/s   < 0,4% Massenabweichung

Å50mm/s   < 0,2% Massenabweichung

Å70mm/s:  < 0,2%  Massenabweichung

Å100mm/s  < 0.2 % Massenabweichung

Å150 mm/s < 0,4% Massenabweichung

Paste:                           DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:                    150 µm laser 10% red.
Druckgeschwindigkeit:    variabel
Temperatur:                   24 C

Feuchte:      53% R.F.

Parameter

Print speed
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Å15 C : < 0,6 % Massenabweichung

Å22 C : < 0,8% Massenabweichung

Å29 C : < 1,5% Massenabweichung

Å35 C : < 4%  Massenabweichung

Temperature influence
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Paste:                             DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Schablone:                      150µm laser cut 10% red.
Druckgeschwindigkeit:     70mm/s 
Temperatur:                    15 C-22 C -29 C-35 C

Parameter
Temperatureinfluß
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"Cold slump": bestanden
Pattern A -21 

"Hot slump": bestanden
Pattern A -21 

"pre slump" 
Pattern A -21 

"Hot slump": bestanden
Pattern A -20

Brückenbildung/ "slump" Verhalten

Paste:               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Test:                 IPC J -STD-005 TM -650 2.4.35                
Temperatur:      22 C / 150 C

Feuchte:      52% R.F.

Parameter
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Feuchtresistenz

Eine Paste empfindlich für 
Feuchte: versetzte Bauteile 
und schlechtes Lötergebnis 
nach 4 Std.@ 26 C-96 R.F.  
bevor Reflow

DP 5505 : keine versetzte 
Bauteile, gutes Lötergebnis 
nach 4 Std.@ 26 C-96 R.F.  
bevor Reflow

Paste:               DP5505 SAC305 Typ3 88,5%
Test: 4Std. Feuchtetest
Temperatur:      26 C 

Feuchte:      96% R.F.
Profil:                Interflux P3 Luft

Parameter
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